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内容概要

　　 本书共分14章，重点介绍了印制电路板（PCB）的焊盘、过孔、叠层、走线、接地、去耦合电路
、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方
法和设计实例，以及PCB的散热设计、PCB的可制造性与可测试性设计，PCB的ESD防护设计。
    本书内容丰富，叙述详尽清晰，图文并茂，并通过大量的设计实例说明了PCB设计中的一些技巧与
方法，以及应该注意的问题，工程性好，实用性强。
    本书可以作为工程技术人员进行电子产品PCB设计的参考书，也可以作为本科院校和高职高专电子
信息工程、通信工程、自动化、电气、计算机应用等专业学习PCB设计的教材，以及作为全国大学生
电子设计竞赛的培训教材。
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